
Telio CAD

Telio
®

Temporary solution out of one hand

Telio Lab

Bonding
Haftvermittler

Activation
Aktivierung

Individualization
Individualisierung

Relining / Cut-Back
Unterfütterung / Cut-Back

Modifications / Emergence profile
Modifikationen / Emergenzprofil

Cementation
Befestigung

Prevention of inhibition layer
Verhinderung der Inhibitionsschicht
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Telio Lab / Telio CAD
RESTORATIONS / RESTAURATIONEN*

SR Composiv
Bonding / Haftvermittler

Telio Activator / Telio Lab Cold Liquid
Activation / Aktivierung

Telio Stains (blue, light-yellow, white, orange)
Individualization / Individualisierung

Telio Lab LC Incisal
Cut-Back

Telio Lab LC Base
Relining / Unterfütterung

Telio Add-On Flow
Modifications / Modifikationen

SR Gel
Polymerization / Polymerisation

Telio CS Link
Cementation / Befestigung

In
d
iv
id
u
al
iz
at
io
n
/
C
u
t-
B
ac
k

In
d
iv
id
u
al
is
ie
ru
n
g
/
C
u
t-
B
ac
k

R
el
in
in
g

U
n
te
rf
ü
tt
er
u
n
g

M
o
d
if
ic
at
io
n
s

M
o
d
if
ik
at
io
n
en

Em
er
g
en
ce

p
ro
fi
le

Em
er
g
en
zp
ro
fi
l

O
cc
lu
si
o
n
b
u
ild

u
p

O
kk
lu
si
o
n
sa
u
fb
au

*For detailed step-by-step instructions see IFU Telio Lab/CAD. Detaillierte Schritt-für-Schritt Anleitung entnehmen Sie der Telio Lab/CAD Verarbeitungsanleitung. 63
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